“半导体封装用键和银丝”

编制说明

一、工作简况

1.计划来源及主要起草人

为了更好的规范和指导键和银丝的生产、检验及销售，2013年9月工业和信息化部以工信厅科[2013]102号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2013年9月～2014年12月，行业标准计划号为2013-0384T-YS:,技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为烟台一诺电子材料有限公司。
本标准主要起草及修订人员： 
2.编制过程

接到本标准的修订任务后，编制组查阅了大量国内外厂商产品的先进技术指标，结合国内现状，根据多年来产品的使用要求，在积累大量数据的基础上，认真分析研究了各相关指标，本标准于2013年12月完成草案稿。于2014年9月提出修订预审稿。于2015.4月完成了送审稿。
二、修订原则

随着半导体事业的发展，键和银丝的应用越来越广泛，为了使科研和生产有章可循并有效地与国际先进技术接轨，既考虑到本标准的规范性、先进性，又注重其适应性、可操作性和完整性，特修订本标准。
编制本标准的原则是完全按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》及《有色金属加工产品国家标准、行业标准编写示例》规定的格式进行编制，以范围——规范性引用文件——术语和定义——要求——试验方法——检验规则——标志、包装、运输、贮存——订货单（或合同）内容的顺序进行编制，内容完整全面。

三、修订的主要内容

本标准规定了半导体分立器件、集成电路、LED封装用键合银丝（以下简称银丝）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、合同（或订货单）等内容。本标准适用于半导体封装用键合银丝。”；
本标准中，产品分类中，根据不同成份进行了用途说明；
——直径包括0.015,0.016,0.018,0.020,0.022,0.023,0.025,0.028,0.029,0.030,0.032,0.033,0.035,0.038,0.040,0.045,0.050,0.060,0.075等规格；
——包含1m金丝重量允许范围列表和重量计算规定；
——取样规定,对具体性能取样要求细化；镀金银线的镀层厚度采用称重法。
——附录包括表面检验、卷曲和扭曲试验、线轴的使用规定、长度的测量以及性能测量方法等。
四、与国外同类标准水平的对比分析

   据检索，国外未见相关的标准发布。本标准内容完整，合理，适用范围扩大，标准既能体现生产方的技术水平，又能满足使用方的技术要求。
五、与现行法规、标准的关系

     本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范。
六、参考资料

GB/T 10573  有色金属细丝拉伸试验方法
GB/T 110671 银化学分析方法
GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法
SJ 1281 77 金属镀层和化学处理层厚度的检验方法
。
